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速，本土化趋势加剧 

 
 

[Table_Summary] 报告要点： 

 下游需求降幅趋缓，晶圆厂扩产加速 

本周台积电正式宣布在德国建厂，头部晶圆厂扩产计划加速。本轮扩

张产能预计将在 24-25 年集中释放，对应周期回暖预期。 

 本轮产能扩张不仅受周期影响，产能地区分布也带有明显的地缘

政治因素 

本轮扩产计划地区分布受政策影响较大，在产业链全球化合作模式破

碎、本土化趋势进一步确立后，行业未来供需关系或需分区域独立进

行判断。 

 本土化趋势可能加剧国内市场先进制程与成熟制程的供需分化 

目前国内成熟制程产能占优，扩张速度快，先进制程产能短期内难以

扩张，在持续关注先进制程设备国产化替代的同时，建议关注国内成

熟制程产能过剩风险。 

 

风险提示 

（1）产能数据根据所能获取到的公开信息整理，部分数据与实际情况

可能存在偏差；（2）地缘政治因素可能影响产能落地周期；（3）下游

汽车及消费电子产业增速不及预期；（4）本研报为行业观察，其中涉

及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，

并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。 
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1.二季度消费电子需求降幅趋缓，车用半导体需求持续增长 

本轮半导体周期从 21 年下半年开始下行，至 23 年二季度消费电子降幅趋缓。数据

显示，2023 年二季度全球 PC 出货量同比下降 13%，环比上升 8%；智能手机市场

同比下降 7%，环比微跌 1%，市场衰退有所放缓。车用半导体方面需求持续增长，

2022 年全球车用半导体市场规模约 3000 亿元人民币，预计未来五年电动汽车、

ADAS 和自动驾驶半导体需求复合年增长率（CAGR）在 20%-25%。结合二季度消

费数据和半导体行业历史周期经验，下游需求可能在 23 年 Q4 或 24 年 Q1 探底。 

图 1： 全球 PC 出货量 

 

资料来源：Wind，国元证券研究所 

 

图 2： 全球智能手机出货量 

 

资料来源：Wind，国元证券研究所 
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2.提前布局周期，晶圆厂扩产计划加速 

台积电本周正式宣布，将与博世、英飞凌、恩智浦合资在德国设厂，计划产能 4 万片

/月，产线以 28/22nm 相对成熟工艺为主。自 20 年缺芯潮以来，晶圆厂陆续宣布扩

产，但新建晶圆厂需 2-4 年的产能落地时间，大部分产能暂未能在 22 年落地。今年

以来，除台积电、联电等 Foundry 厂商外，三星、英特尔等 IDM 公司也宣布扩产计

划，主要厂商扩产总计划超过 30笔。预计本轮扩张产能将在 24-25年叠加集中释放，

对应行业周期回暖预期。 

表 1：主要 Foundry 厂商近两年产能未显著变化 

主要 Foundry 工厂 2022 产能（12英寸当量） 2021 产能(12英寸当量) 

台积电(TSMC) 1530万片 1420万片  

联电(UMC) 438万片 438万片  

格芯(GlobalFoundries) 360万片 360万片 

中芯国际(SMIC) 300万片 300万片 

华虹集团(Huahong Group) 172万片 148万片 

力积电(PSMC) 177万片 177万片 

世界先进(VIS) 129万片 129万片 

资料来源：TrendForce、芯八哥、国元证券研究所 

3.地缘因素影响，半导体行业本土化趋势加剧 

此前台积电已宣布在美国、日本的设厂计划，考虑到 2022 年末全球晶圆总产能约

1150 万片/月（等效 12 英寸），台积电美国、日本、德国工厂合计约 12 万块的月产

能增幅不会对市场供需产生显著冲击（暂不考虑制程差异）。但本次扩产地选在德国，

与德国政府计划提供 50 亿欧元和欧盟《芯片法》密切相关，28/22nm 产线的选择也

与德国本地汽车行业需求契合，标志着欧洲正式入局上游竞争，加剧半导体行业去全

球化、本土化趋势。根据头部厂商的扩产计划分析，目前 IDM 厂商主要对应自身产

线的地区分布和需求进行规划，Foundry 厂商扩张产能则主要根据本地需求，分散在

中国、美国、日本、欧洲等核心区域，多足鼎立的局面已基本形成，半导体全球化产

业链分工趋于破裂，未来供需关系或需分区域独立进行评估。 

表 2：中国大陆以外晶圆厂商主要扩产计划 

公司 地点 投资金额 产能 工艺制程 时间 

台积电 

美国亚利桑那 400亿美元 2万片/月 12英寸 4nm 2021年动工 2025年投产 

中国台湾竹科、

中科、高雄 
/ / 2nm 

2025年推出，2026年量

产 

日本熊本 86亿美元 5.5万片/月 12英寸 12/16nm.22/28nm 
2022年动工，2024年投

产 

德国德雷斯顿 
预计超过 100

亿欧元 
4万片/月 12英寸 

2024年下半年建厂，

2027年底开始生产。 
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新加坡 32亿美元 / 12英寸 28nm以上 2026年完工 

三星 美国德州 170亿美元 3万片/月 12英寸 5-7nm 2023年开始运营 

格芯 

纽约州 Malta  10亿美元 扩建 Fab8 / 2023年 

新加坡 40亿美元 45万片/年 12-90nm 2023年开始投产 

德雷斯顿 10亿美元 / 12-90nm 2022-2025年 

法国克罗尔市 

计划与意法半

导体共同投资

75亿欧元 

62万片/年 12英寸 2023-2026年 

英特尔 

美国俄亥俄州 200亿美元 
扩建 12英寸产

能，部分代工 
  2023年 

爱尔兰 130亿美元 / / / 

以色列 250亿美元 / / 2027年投产 

波兰 46亿美元 / / / 

德国 800亿欧元 
新建 8座 12英

寸厂 
/ / 

德国马格德堡 300亿欧元 / / / 

德州仪器 

美国 Lehi / 

收购美光 12英

寸工厂进行改

造 

  2023年 

美国谢尔曼 300亿美元 
新建 4座 12英

寸厂 
  2025年 

马来西亚吉隆坡

和马六甲 
27亿美元 / / 

2025年投产，2028年达

产 

美国 Lehi 110亿美元 / / 
2023年下半年建设，

2026年投产 

意法半导

体 

意大利 Agrate / 2万片/月 12英寸 
2022年投产，2024年达

产 

意大利卡塔尼亚 7.3亿欧元 / 150mm 
2023年投产，2026年达

产 

法国克罗尔市 

计划与格芯共

同投资 75亿

欧元 

62万片/年 12英寸 2023-2026年 

中国重庆 / / 8英寸 
2025年投产，2028年达

产 

联电 

中国台湾台南 30亿美元 3万片/月 12英寸 28nm 2023-2024年 

新加坡 50亿美元 3万片/月 22nm及 28nm制程为主 2024年底量产 

中国苏州 / 1万片/月 8英寸 2022-2024年 

            

力积电 
中国台湾铜锣 

2780亿新台

币 
10万片/月 12英寸 1x-50nm 2023-2026年 

日本 / / 12英寸 / 
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世界先进 
新加坡 / / 12英寸 28nm / 

中国台湾新竹 / 4万片/月 8英寸 2023-2025年 

资料来源：各公司公告、芯八哥、国元证券研究所 

4.本土化趋势下，国内先进制程与成熟制程的供需可能进一

步分化 

根据 IC Insights 数据，2021-2024 年全球 20nm 及更小节点的先进制程晶圆产能占

比将从 51.5％逐步提升至 56.1％。而目前国内晶圆代工产能仍以 28nm 及以上成熟

工艺为主，仅中芯南方有少量先进制程产能。受限于设备国产化率低和先进制程设备

禁运，短期内先进制程产能很难大幅度提高，晶圆本土化将加剧先进制程供给短缺。 

表 3：重点半导体设备国产化进度 

设备分类 成熟制程 先进制程(<28nm) 

光刻机 √ × 

刻蚀设备 √ √ 

薄膜沉积设备 √ ⚪ 

清洗机 √ √ 

热处理设备 √ × 

CMP √ ⚪ 

涂胶显影机 √ × 

去胶机 √ √ 

离子注入机 √ ⚪ 

量检测设备 √ ⚪ 

注：√表示已量产；⚪表示研发中/验证中；×表示目前无 

资料来源：各公司官网、国元证券研究所 

5.关注成熟制程产能过剩风险 

成熟制程设备受禁运影响相对较小，目前国内主要厂商扩产计划基本为成熟制程，预

计落地产能约 140 万片/月（等效 12 英寸），约占 2022 年末总产能的 70%。如果未

来两年内下游需求未出现大幅度提振，叠加前期尚未落地产能，成熟制程产能集中释

放可能会引发过剩风险。 

表 4：国内主要厂商近期扩产计划 

公司 地点 投资金额 产能 工艺制程 时间 

中芯国际 

天津 / 
扩增 4.5万片/

月 
8英寸 2021-2023年 

北京 / 扩增 1万片/月 12英寸 28nm 2021-2022年 
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北京（中芯京

城） 
76亿美元 10万片/月 12英寸 28nm 

一期计划 2024

年 

上海临港 88.7亿美元 10万片/月 12英寸 28nm 
2023年投产，

2027年底达产 

深圳 23.5亿美元 4万片/月 12英寸 28nm 2022年 

天津西青 75亿美元 10万片月 
12英寸 28-

180nm 
2022-2025年 

绍兴 / 
扩增至 9万片/

月 
8英寸 2021-2022年 

宁波 / 3万片月 8英寸 2022-2023年 

华虹集团 无锡 67亿美元 8.3万片/月 
12英寸 55/65-

90nm 

2023年开工

2025年投产 

晶合集成 合肥 165亿元 4万片/月 
12英寸 40-

55nm 
2021-2023年 

粤芯半导体 广州 370亿元 8万片/月 

12英寸 90-

180nm 
已投产 

12英寸 55-

90nm 
已投产 

12英寸 22nm，

40-55nm 
2024年 

海辰半导体 无锡 14亿美元 11.5万片/月 8英寸 2021-2023年 

士兰微 
厦门 70亿元 

二期扩增至 8

万片/月 

12英寸 65-

90nm 

二期预计 2022

年底 

杭州 40亿元 3万片/月 12英寸 2022-2025年 

华润微 

深圳 220亿元 4万片/月 
12英寸 40nm以

上 

预计 2024年底

通线量产 

重庆 75.5亿元 3万片/月 12英寸 
2022 年底已通

线 

闻泰科技 上海 120亿元 3-4万片/月 12英寸 
2023年已试产

通线 

比亚迪 

济南 10亿元 3万片/月 8英寸 2022-2025年 

宁波 7.3亿元 2万片/月 8英寸 2022-2025年 

长沙 10亿元 4万片/月 8英寸 
预计 2022年 10

月投产 

富芯微 杭州 
180亿元(项目

一期) 
5万片/月 

12英寸 65nm-

90nm 

2023年二季度

量产，2025年

底满产 
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鼎泰匠芯 上海 120亿元 3万片/月 12英寸 

2022年 11月

ASML光刻机交

付 

长江存储 武汉 1700亿元 30万片/月 / 
2020年动工，

2025年达产 

芯恩青岛 青岛 80亿元 2万片/月 12英寸 2022-2025年 

上海积塔 上海 359亿元 

续建 4.8万片/

月 
8英寸 2023年底达产 

5万片/月 
12英寸 55-

65nm 
2022-2025年 

资料来源：各公司公告、年报、招股说明书、国元证券研究所 



  

  

 

 

 


